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Chapter 1



기업개요

 회사명 주식회사엠투아이코퍼레이션

 대표이사 강원희

 설립일 1999년4월8일

 자본금 16.9 억원(2025년12월31일기준)

 임직원수 134명(2025년12월31일기준)

 주요사업 디지털전환(DX) 토탈솔루션플랫폼제공

 사업장 경기도안양시동안구시민대로327번길11-35

 홈페이지 m2i.co.kr

대표이사소개

강원희 대표이사

 1996 –1998    LG산전연구소전임연구원

 1999 –2023    엠투아이코퍼레이션부사장

 2023 –현재 엠투아이코퍼레이션대표이사

Core Identity

 Excellence  Growth

 High Tech Solution  Uniqueness

No.1 13.9 %

52 % 국내유일

26년의오랜업력을보유한

HMI No.1 국내기업

설립이래지속적인성장

첨단산업중반도체비중압도적 IT / OT 통합DX 솔루션제공

국내유일기업

 CI



26년 업력의스마트팩토리핵심솔루션국내 1위기업



원격감시제어및데이터수집시스템
로그데이터를수집, 분석, 처리하는제품

스마트HMI

생산공정및장치, 기기에대한모니터링 조작이나제어

스마트HMI 및스마트SCADA 제품을기반

스마트팩토리구축솔루션

스마트SCADA

Soft PLC MuLiN

Outdoor HMI(옥외용)

스마트DEVICE

극강의 외부환경에
서도안정적이고강
력한퍼포먼스구현
가능하도록환경저
항성이강화된
OUTDOOR 제품

디지털전환환경에필요한핵심디바이스제품을통해 데이터
수집지원. 디지털전환토탈솔루션제공

방폭구조적용, 알루미늄프레임체택으
로강력한내구성과안정성및손쉬운채
널변경, 다양한설치옵션제공등다양
한편의성을갖춘제품

산업용모니터

스마트팩토리솔루션

로봇제어기

환경모니터링/전자정보표시
기(ESL) 패키지/게이트웨이
솔루션

OT 보안솔루션

OT에는최초로보안을강화한
게이트웨이제품출시예정
향후Soft PLC에도 적용



 생산공정및장치, 기기에대한모니터링및조작이나제어를할수
있게하는인터페이스

 IT부터자동차, 조선, 방산, 제약/ 바이오, 음식료에이르기까지
대부분의제조공장에쓰임

 핸디제품을통해HMI에서HRI(Human Robot Interface)로진화
중

 기존대비AI 기능까지추가하여연결성, 보안성, 다양한기능성보
강예정

• 다수의설비를제어·모니터링하는통합관리프로그램

• On-Premise SCADA 및WEB SCADA로구분

• 당사SCADA 프로그램은인공지능챗봇을탑재하여원하는정보만
손쉽게확인가능하며HMI와의연동성및AI 기능까지추가

• IT부터자동차, 조선, 방산, 제약/바이오, 음식료에이르기까지대부
분의제조공장에서사용

1 2

3 4

1 2

3 4



기타산업군반도체장비



산업별주요적용업체사례





 2023년 52억달러로추산되며 2028년까지연평균성장률(CAGR) 
8.2%로성장하여2028년 77억달러에이를것으로예상

 국내시장규모는당사추산1,800억규모로스마트팩토리화비율
감안시훨씬더큰규모로추정됨

 26년업력의HMI 국내점유율1위업체

 2024년 112억달러에서2029년166억달러로연평균성장률
(CAGR) 8.3% 성장할것으로예상

 국내시장규모는당사추산1,000~1500억규모로스마트팩토
리화비율감안시훨씬더큰규모로추정됨

HMI 시장 SCADA 시장



MES / ERP 업체
제휴및협력중

플랫폼형태의스마트팩토리맞춤서비스제공

 제조현장의아날로그데이터(온도, 습도, 먼지등)를동사자체제작 IoT 디바이스및플랫폼형태의스마트팩토리맞춤서비스제공

 데이터수집핵심디바이스라인업확보로매출확대와AI 적용분야확대



제조현장의아날로그데이터(온도, 습도, 먼지등) 디지털전환(DX) 토탈솔루션제공

다양한환경데이터를센싱,제조및창고관리상태를최적의조건으로유지

실시간모니터링대시보드를통하여데이터관리및그래프, 임계치정보, 

리포트기능제공

전자정보표시기패키지솔루션은자재출고시ESL을이용하여

현보유수량확인및안전재고수준을실시간으로관리가능

ESL의LED 점멸을통해Pick-up 위치표시및자재출고완료후

ESL의스위치를누름만으로전산내수량차감이완료

약400종의프로토콜을내장및손쉽게데이터를맵핑가능

소형화된폼팩터로설치공간을최소화

이더넷및시리얼통신을지원

이중IP 지원으로네트워크분리(FA 향, OA 향)에도용이

협동로봇+ 자율이동로봇은작업자에게무리를줄수있는

고중량물취급및반복업무를없애거나최소화하여공정을

최적화하고생산성은극대화하며불량률은최소화

 데이터수집핵심디바이스라인업확보로매출확대와데이터수집및관리기술

 AI 자율제조핵심기술중하나인데이터수집및관리기술에적용확대되면서AI Agent모델에활용

OT 업계최초보안성을강화한게이트웨이솔루션출시예정

수자원공사등빠르면올해말부터매출시작

향후Soft PLC에도OT 보안적용예정



글로벌로봇전문기업과협업하여스마트팩토리구축중

 ABB(협동), OMRON(AMR)을엠투아이스마트팩토리사업에적용중

 향후로봇제어기사업을통해확대예정



스마트팩토리솔루션사업을통해아날로그데이터를디지털화한후
상위시스템으로전달하기위해 AI 전문기업과협업중

 향후이러한사업을AI 협력기업확대및자체역량을보유하여AI 자율제조의핵심기능인데이터수집, 학습에활용할예정



 구축업체
 K사(부안)

 구축업체사업종목
 스테인레스강관제작

 프로젝트내용
 Network Infra 개선

 PLC, SCADA 시스템

 적산전력계

 공정모니터링

 상세구축내용
 현장데이터수집및분석을위한Network Infra 구축

 SCADA 시스템구축

 PLC 개조

 설비및생산효율성분석을위한전력사용량관리체계구축

 DB 구축

 MES 연동



 구축업체
 H사(보은)

 구축업체사업종목
 폭약제조(방산)

 프로젝트내용
 기존Stand Alone(InTouch) 시스템교체

 조정실통합모니터링

 각공실별원격모니터링

 상세구축내용
 기존Stand Alone 시스템(InTouch) 기능개발

 각공실별Mobile(Tablet) 기기원격모니터링DB 구축



 구축업체
 E사(오산, 동탄)

 구축업체사업종목
 다이아몬드공구제작

 프로젝트내용
 환경솔루션시스템구축

 ERP 연동을통한LOT, 생산데이터관리시스템구축

 소결로환경데이터및생산데이터를기반으로하는

SPC 시스템구축

 상세구축내용
 현장내온, 습도센서(MEM) 설치

 온, 습도데이터및소결설비데이터취득

 ERP 연동을위한DB 설계및연동

 GUI 개발

 SPC(통계적공정관리) 분석프로그램

 검사성적서작성



 구축업체
 H사(분당)

 구축업체사업종목
 Solar Cell 개발

 프로젝트내용
 연구개발설비의주요데이터취득

 수집한데이터를통한통합모니터링

 시험장비데이터에대한DB구축, 관리및분석

 상세구축내용
 각시험장비에대한통신인터페이스개발

 Excel 데이터Parsing을통한설비데이터취득

 제어기(PLC) 개조를통한설비데이터취득

 GUI 개발

 SpotFire데이터베이스연동을위한DB 설계



M2I
제어기

글로벌로봇전문기업에공급하기위해로봇제어기개발중

 자회사 SMC(AGV)는물론현재협업중인 ABB(협동로봇), OMRON(AMR)을통해미래고객확보

 지분투자한벰로보틱스(솔루션)와도협업하여시장확대예정



Soft PLC MuLiN(MUlti-platform Ladder Intergrated eNgine) 개발

 PLC: 로직을프로그래밍할수있는산업현장대부분의자동화설비에사용되는제어기기

 글로벌 PLC 시장 25년 120억 달러에서 30 년까지연평균성장률 4.4%로 158억 달러수준이전망 (출처: Mordor Intelligence)

 주요글로벌경쟁사는 Siemens, Mitsubishi Electric, Schneider, Rockwell Automation, ABB 등

 국내 PLC시장은 24년기준 5억달러수준. LS ELECTRIC이주요기업. 주요적용산업은반도체, 자동차, 전력부문등

 동사의 PLC는 PC 또는 HMI에 탑재하는 Soft PLC로기존 PLC를대체할것으로기대됨



스마트팩토리

로봇제어기

Soft PLC

개발

개발 출시

추진일정
전략제품

2028년2027년2026년2025년

HMI

SCADA

HRI (휴대용 포함)

Web SCADA

AI 적용

AI 적용

개발

개발

개발

개발

출시

출시

출시

출시

AI 자율제조시대에맞는아이템으로진화

 HMI는 OUTDOOR뿐만아니라휴대용+AI S/W 적용된제품확대로HRI(Human Robot Interface)로 진화가전망됨

 SCADA는WEB 기반으로의확장뿐만아니라통합제어 PC 제품으로진화하여AI 자율제조에적합한제품으로진화가예상됨

 스마트팩토리사업분야는디지털화된데이터를AI 자율제조에적용할수있는 AI 솔루션에구현하여산업용에이전트 AI 구현

 로봇제어기개발및적용으로산업용피지컬AI 구현

 Soft PLC는기존 PLC 대체

 업계최초OT 분야에서보안기능강화한 Soft PLC 제품 + 게이트웨이솔루션출시예정

POC

스마트기기(솔루션) OT 보안 기능추가한
게이트웨이솔루션

개발 출시

출시



 양사보유국내 / 해외영업Network 공유

 각사고객대상 Cross-selling Point 도출

 주요고객대상공동영업활성화

제품포트폴리오/영업망확대

• Note: 1) Rack, S/C, EMS, Gantry, RGV, Conveyor, AGV, STK, TIO, EBS, OHCV 등물류자동화장비

영업기반

• 50년 이상의업력에기반한풍부한
공정자동화분야 Reference 

• 인도 / 중국 / 미국 해외법인보유

• 국내 Top-tier 중합 반도체사인 SK하
이닉스를주고객으로보유

• 국내 1위 HMI 전문업체로서의
Brand Power

• 반도체산업군고객을비롯, 제조업
분야다양한고객기반보유

보유기술

 엠투아이 S/W 기술과에스엠코어H/W 기술결합

 스마트팩토리솔루션공동개발

 PRJ 공동제안및영업

 장비별 CIM/Digital Twin 고도화개발

 벰로보틱스ACS/OCS 공동개발및 AMR 장비활용

기술보유

기술미보유

외부업체협업

Synergy 창출
우선순위영역

SCADA

WCS (CIM/Digial Twin)

통신 Gateway

PLC

물류자동화설비

SCADA

WMS

WCS (CIM/Digital Twin)

OT 연결/통신 Gateway

PLC

ACS/OCS/AMR

WMS

HMIHMI

MES MES



물류자동화
End-to-End Model

중장기로드맵

AI 적용 검토

 엔지니어링 / Process 영역

최적물동량산출, 바운스코딩, 설계개선등

 제품영역(추론모델, Eng.모델)

WCS 개선: 최단거리산출, 병목해소, Scheduling

스마트팩토리
End-to-End Model

AI 기반
글로벌자동화리더

MES to H/W
제품군 확대

공정자동화
DX to AX

Global 시장 확대
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반도체투자본격시행에따른큰폭의실적성장기대

반도체업체 증설라인 증설시기

삼성전자

 P4

 P5~P6

 테일러

 용인

 25년 하반기재개

 26~27년 예상

 진행중

 27년 착공전망

SK하이닉스
 M15x

 용인

 진행중

 25년 착공

반도체

자동차

디스플레이

바이오

기타

기타 37%

바이오 3%

디스플레이 2% 자동차 6%

반도체 52%

 HMI 반도체향매출비중 50% / 삼성전자, SK하이닉스독점수준의공급

 반도체전공정라인증설사이클도래에따라삼성전자 P4, 테네시공장투자재개및 SK하이닉스용인클러스터증설수혜기대

 HMI 매출전년대비 50% 이상증가, 고정비비중감소에따른수익성 80% 이상증가전망

 Soft PLC는기존 PLC를대체하면서반도체산업부터적용되면게임체인저가될것



반도체장비적용사례

주요적용사례

Hynix M14(이천) 케미컬/가스공급장치2,000대

Hynix M15(청주) 케미컬/가스공급장치1,500대

Hynix M16(이천) 케미컬/가스공급장치2,000대

Hynix C2F(무석) 케미컬/가스공급장치2,000대

삼성전자용인/기흥/화성캠퍼스케미컬/가스공급장치2,000대

삼성전자P1(평택) 케미컬/가스공급장치20,000대

삼성전자P2, P3(평택) 케미컬/가스공급장치30,000대

반도체장비용HMI



당사 HMI는 여러산업에높은범용성보유하여다양한산업레퍼런스를통한확장가능
반도체가주력이긴하나나머지 50%의매출도여러산업에포진되어있어
특정산업에올인되어있지않은구조로실적의하방리스크적은편

 디스플레이/자동차/제약바이오매출비중각각 2~5% 수준

 제약/바이오확대, 방산시작, 조선준비중

 제약/바이오
- FDA 21CFR Part11 규정을유일하게충족하는라인업으로시장선도
- 소독, 멸균, 항온항습설비등에적용되어메이저제약회사공급확대중

 2차전지
- 국내셀업체 3사진입후, 국내외적용라인확대가속화
- 2차전지소개(음극재 / 양극재) 제조사에독점공급시작

 디스플레이
- 중국 4대 LCD 기업납품이력

 기타
- 국내최대규모음식료기업에납품이력보유
- 스마트팩토리사업통해국내방산업체(풍산) 공급중

반도체

자동차

디스플레이

바이오

기타

기타 37%

바이오 3%

디스플레이 2% 자동차 6%

반도체 52%



 가격경쟁력을갖춘보급형모델출시로신흥시장적극공략

 장기간자체개발한전문HMI 기술로SW 성능우수

 Premium 제품과회로, 기구, 인증, 방폭기술부분에서동일한기술
력및노하우적용하여타사대비성능우수

 보급형모델확판과동시에국내에서인정받은프리미엄모델점진
적점유율확대

 18개국가에대리점확보

 중점권역에대한집중적인영업관리

 신흥시장(중국, 인도, 베트남등동남아시아) 총판확보

 글로벌대형유통기업Misumi를통한매출확대

 내년부터현지영업인력채용, SMC와의공동영업으로 큰폭의매
출성장기대

26년부터글로벌시장본격공략에따른실적성장기대

 영업망확대와수출용제품출시를통한글로벌시장공략

 에스엠코어와의시너지효과기대

 26년부터매년 50~100% 실적성장기대



로봇사업, 솔루션에서제어기개발로진화중

 현재스마트팩토리사업을통해글로벌로봇전문기업으로부터로봇솔루션공급받는중

 자체로봇제어기를개발하여로봇고객사(SMC, ABB, OMRON 등)에 공급목표

 로봇제어프로그램시장규모는 22년기준약 2.1억 달러였으며, 30년에는약 45억달러에이를것으로전망되어
연평균 10% 이상의성장률. 이는제조업, 물류, 의료등다양한산업에서자동화수요가증가한결과



 AI 자율제조의핵심기능인예지보전(공정+설비)의구현을위해필요한산업데이터의디지털화진행중

 로봇제어기술(APC) 확보하여피지컬 AI 활용한 AI 자율제조시장진입

AI 자율제조의핵심솔루션인 APC와예지보전분야에서선도적인역할기대



경영실적및재무정보
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연결) 매출622.5억원(YoY69.2%↑), 영업이익-58.3억원(YoY 203.3%↓)

별도) 매출325.5억원(YoY 11.5%↓), 영업이익19.1억원(YoY 66.2%↓)

2025년

 자회사에스엠코어실적4분기부터반영

 반도체투자감소에따른HMI 매출감소

매출추이

구분
2023 2024 2025

매출액(억 원) 비율(%) 매출액(억 원) 비율(%) 매출액(억 원) 비율(%)

HMI 301.6 91.3 302.8 82.3 280.3 45.0

SCADA 8.0 2.4 7.9 2.1 6.1 1.0

SFS 7.3 2.2 17.2 4.7 12.0 1.9

DEVICE 0.8 0.2 21.0 5.7 9.3 1.5

기타 12.6 3.8 19.1 5.2 17.8 2.9

물류로봇및자동화시스템 297.1 47.7

합 계 330.2 100.0 367.9 100.0 622.5 100.0



단위: 백만원

구분 2023 2024 2025

유동자산 48,193 49,592 114,739

비유동자산 28,826 28,476 80,990

자산총계 77,019 78,068 195,729

유동부채 3,480 3,220 59,896

비유동부채 1,092 1,806 13,965

부채총계 4,572 5,027 73,861

자본금 1,691 1,691 1,691

자본잉여금 13,560 13,560 13,560

기타자본 -2,097 -4,399 -3,011

이익잉여금 59,292 62,189 61,418

자본총계 72,446 73,041 121,868

구분 2023 2024 2025

매출액 33,021 36,793 62,255

영업비용 27,410 31,153 68,081

영업이익 5,611 5,640 -5,826

영업외수익 1,256 1,241 2,401

영업외비용 51 38 1,809

법인세비용
차감전순이익

6,816 6,843 -5,234

법인세비용 500 451 -2,393

당기순이익 6,316 6,392 -2,841

재무상태표 손익계산서 단위: 백만원



단위: 백만원

구분 2023 2024 2025

유동자산 48,193 49,592 28,837

비유동자산 28,826 28,476 55,833

자산총계 77,019 78,068 84,670

유동부채 3,480 3,220 3,649

비유동부채 1,092 1,806 5,804

부채총계 4,572 5,027 9,453

자본금 1,691 1,691 1,691

자본잉여금 13,560 13,560 13,560

기타자본 -2,097 -4,399 -3,011

이익잉여금 59,292 62,189 62,977

자본총계 72,446 73,041 75,217

구분 2023 2024 2025

매출액 33,021 36,793 32,545

영업비용 27,410 31,153 30,638

영업이익 5,611 5,640 1,907

영업외수익 1,256 1,241 806

영업외비용 51 38 92

법인세비용
차감전순이익

6,816 6,843 2,621

법인세비용 500 451 -983

당기순이익 6,316 6,392 3,604

재무상태표 손익계산서 단위: 백만원


